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一、本次募集资金运用计划 

本次向不特定对象发行可转换公司债券拟募集资金不超过 143,501.00 万元

（含 143,501.00 万元），扣除发行费用后的募集资金净额将用于投入以下项目： 

序号 项目名称 
项目投资总额 

（万元） 

拟使用募集资金额 

（万元） 

1 新型探测器及闪烁体材料产业化项目 107,584.02 98,886.00 

2 
数字化 X 线探测器关键技术研发和综合

创新基地建设项目 
143,876.87 44,615.00 

合计 251,460.89 143,501.00 

在本次发行可转换公司债券募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项

目实施进度的实际情况通过自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法

律、法规规定的程序予以置换。如本次发行实际募集资金（扣除发行费用后）少

于拟使用募集资金额，公司董事会将根据募集资金用途的重要性和紧迫性安排募

集资金的具体使用，不足部分将通过自筹方式解决。在不改变本次募集资金投资

项目的前提下，公司董事会可根据项目实际需求，对上述项目的募集资金投入顺

序和金额进行适当调整。 

二、本次募集资金投资项目的实施背景 

（一）数字化 X 线探测器下游应用领域不断拓展，市场空间持续增长 

随着数字化X线摄影技术的进步，数字化X线探测器的图像质量不断提高、

成像速度不断加快、辐射剂量不断降低，以及成本的持续下降，以探测器为核心

部件的数字化 X 线设备在医疗、工业等领域的应用不断拓展，市场空间持续增

长。 

应用领域 主要设备 

医疗 

普放设备 人用固定式或移动式 DR、DRF 等 

乳腺 乳腺机 

外科手术和介入设备 小 C、中 C、大 C 等 

放疗 EPID（电子射野影像系统）、放疗 CBCT 等 

齿科 齿科 CBCT、口内 X 线拍摄系统等 

CT CT 系统 

兽用 兽用固定式或移动式 DR 等 
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工业 

新能源电池检测设备、电子及半导体检测设备、食品检

测设备、铸件及管道焊缝工业探伤设备等 

货物、交通安全检查设备 

1、医疗领域 

医疗是目前 X 线探测器最大的应用领域。2020 年全球医学影像设备的市场

规模约为 430 亿美元，2016-2020 年的年均复合增长率约 3.2%。我国医学影像行

业起步较晚，目前整体处于快速发展阶段。在市场需求及政策红利的双轮驱动下，

中国医学影像设备市场将持续增长，2020 年市场规模已达到 537 亿元，预计 2030

年市场规模将接近 1,100 亿元，年均复合增长率预计将达到 7.3%。CT 系统是医

学影像设备最大的市场。2020 年全球 CT 系统市场规模达到约 135.3 亿美元，预

计 2030 年将达到约 215.4 亿美元，年复合增长率为 4.8%。2019 年中国 CT 市场

规模达到约 117.6 亿元，2020 年在新冠疫情带来的强烈需求驱动下，中国 CT 市

场规模达到约172.7亿元，预计2030年将达到290.5亿元，年复合增长率为 5.3%。 

根据 Yole Développement 数据，2018 年全球医学 X 线探测器（不含口内探

测器）出货量约为 9.9 万台，至 2024 年出货量预计增长至 14.3 万台，复合增长

率为 6.3%。随着临床医学应用中对病灶影像检测的需求逐步增长和探测器性能

的不断提升，医学影像设备的需求将进一步增长。 

2、工业领域 

根据 Yole Développement 数据显示，2018 年全球工业数字化 X 线探测器的

市场规模约为 4.4 亿美元，2024 年市场规模将达到 7.8 亿美元，年均复合增长率

超过 10%。新能源电池检测、半导体后段封装检测、安全检查是 X 线探测器需

求最主要的新增长点。 

在新能源电池方面，根据高工产业研究院（GGII）数据，全球动力电池装

机量由 2018 年的 106GWh 快速增长至 2020 年的 136GWh，2021 年上半年，全

球动力电池装机量约 100GWh，同比增长 141%；预计 2025 年全球动力电池装机

量将接近 2,000GWh。新能源电池出厂前需要对电池的电极、电芯以及外包装等

方面进行检测，锂电池的快速放量将带来 X 线探测器的巨大市场需求。此外，

工业探测器由于辐射剂量较高，工作环境较为恶劣，通常使用寿命较短，拥有较

大增量市场的同时，还具有较大的换新市场。 
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在半导体封装检测方面，需要对生产过程中的缺陷进行检测，比如 PCB 电

路板及其 SMT 工艺过程中需要检测电路板内部缺陷以及电路板中的微小电子器

件焊接情况。由于检测设备的分辨率需要达到微米甚至纳米级，具有高分辨率的

CMOS 探测器更能满足检测要求。因此，具备扎实 CMOS 技术储备的企业，随

着半导体检测设备市场需求快速增长，将获得更大的市场发展机遇。 

在安全检查方面，全球公共场所安全检查要求升级以及 X 线探测器成本的

下探将带动 X 线安全检查设备需求快速增长。随着各国对公共安全问题的不断

重视，机场、铁路、公路、地铁、港口等基础设施的建设，带动 X 线安全检查

设备需求保持快速增长，使得线阵探测器产品在安全检查领域应用前景广阔。 

（二）下游应用对探测器性能提出更高要求，数字化探测器技术不断更新发展 

数字化 X 线探测器按能量转换方式可分为直接转换和间接转换两种类型。

直接转换可以直接将 X 线转换为电信号，而间接转换则需要将 X 线转换为可见

光后，再将可见光转换为电信号。目前常见的非晶硅、柔性、IGZO 和 CMOS 探

测器均属于间接转换探测器，CZT 光子计数探测器则属于直接转换探测器。 

1、间接转换探测器发展趋势 

从技术发展趋势看，间接转换的数字化 X 线探测器始终朝着更低剂量、更

低噪声、快速成像、多工作模式兼容、智能化的方向发展。目前，静态数字化 X

线探测器一般采用较为低速的间歇工作方式，图像性能上强调单帧大动态范围，

静态数字化 X 线探测器的设计思路为牺牲采集速度换取更大的像素内感光面积

从而提高图像信噪比，并致力于在临床剂量可接受的情况下尽量提高分辨率。动

态数字化 X 线探测器需要适应高速连续工作，强调长时间工作下极高的稳定性

和可靠性；图像性能上强调高通量、低延时的实时图像处理，以及在低剂量下达

到极高的信噪比。 

间接转换探测器传感器技术主要包括非晶硅、柔性、IGZO和CMOS四大类。

其中，非晶硅、柔性和 IGZO 均源于 TFT 技术，CMOS 源于单晶硅技术。由于

单晶硅的电子迁移率是非晶硅/柔性的千倍数量级，是 IGZO 的百倍数量级，因

此 CMOS 具有明显优于非晶硅/柔性/IGZO 的高分辨率、高采集速度、极低噪声、

低迟滞，可同时满足动态、静态产品的要求，能够实现多工作模式兼容。虽然单
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晶硅在性能方面明显优于非晶硅/柔性/IGZO，但在尺寸大小、辐射寿命、成本等

方面存在一定劣势，目前主要应用在医用小尺寸动态 X 线设备（如齿科产品等）。 

未来，随着国内晶圆生产工艺、CMOS 拼接技术以及辐射加固技术的成熟，

CMOS 探测器将会在高端静态、大尺寸动态、以及工业 X 线设备中有着更为广

泛的应用，以满足下游应用对探测器性能的更高要求。 

2、直接转换探测器发展趋势 

直接转换探测器中， CZT 光子计数探测器是目前直接转换的重点研究方向。

相比于间接转换探测器，CZT 光子计数探测器具有如下优势：（1）具备能谱分

辨能力，图像由单能黑白变为多能彩色；（2）无暗噪声，高信噪比；（3）由于

不需要闪烁体，理论上可以避免 X 光被闪烁体转换后的能量损失，提高探测器

灵敏度；（4）减少了 X 线转换成可见光后形成的“串扰”问题，提高探测器清

晰度。 

CZT 光子计数探测器可广泛应用于医疗和工业领域。在医疗领域，CZT 光

子计数探测器在 CT、PET/CT、SPECT 领域的应用越来越被重视，2021 年西门

子推出了全球首款获批 FDA 的光子计数 CT；在工业领域，CZT 光子计数探测

器凭借出色的能谱分辨能力，可有效提高检测设备的异物识别率，增加产品良率。 

（三）作为以全产业链技术发展趋势为导向的领先企业，公司仍需要持续扩充

产品线并加大研发投入，不断提升核心竞争力与品牌影响力 

十余年来，我国数字化 X 线探测器产业经历了从无到有、从小到大、从经

济型到高端领先型的发展历程。目前，国内已培养和吸引了一批具有世界前沿视

野的核心人才，数字化 X 线探测器产业链逐步完善，具备了接纳全球 X 线探测

器产能转移的能力。在日趋激烈的市场竞争中，具有明显研发优势和成本优势的

中国将成为 X 线探测器产业转移的基地。在产业转移的过程中，公司成长为国

内数字化 X 线探测器进口替代进程的主导者。公司于 2011 年设立后，成功研制

出国产非晶硅平板探测器并实现产业化，现已成长为一家以全产业链技术发展趋

势为导向、技术水平与国际接轨的数字化 X 线探测器生产商，在全球范围内具

备一定市场地位和份额。 
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公司经过持续的研发创新，已形成多领域、多尺寸、多功能、较为完善的产

品线，但在高端、动态探测器及下游乳腺机、C-Arm、螺旋 CT、工业检测、安

全检查等应用市场品牌影响力仍相对较弱。 

在未来的一段时间内，公司仍处于快速发展阶段。一方面，公司需要持续加

大对 CMOS 探测器、TDI 探测器、CT 探测器、SiPM 探测器、CZT 光子计数探

测器等新型探测器的研发投入；另一方面，需加快新型探测器研发成果产业化速

度，优化产品结构、延伸产业链布局、扩展新商业模式，充分把握住行业发展的

机会，不断提高核心竞争力与品牌影响力。 

三、本次募集资金投资项目的具体情况 

（一）新型探测器及闪烁体材料产业化项目 

1、项目概述 

目前，公司产品结构以非晶硅/IGZO 探测器为主，CMOS 主要应用于齿科领

域，占比较低；在 CT 探测器方面，公司已对准直器（ASG）、闪烁体、光电二

极管（PD）、电子电路等四大核心部件进行了布局，但尚不具备量产能力；在

闪烁体材料方面，公司已具备碘化铯蒸镀和硫氧化钆薄膜耦合工艺，尚不具备碘

化铯晶体（CsI）、硫氧化钆陶瓷（GOS）和钨酸镉晶体（CWO）等闪烁体晶体

大规模量产能力。 

本项目一方面将重点围绕 CMOS 探测器、CT 探测器等新型探测器建设产能

（其中 CMOS 产品可广泛应用在高端 DR、高端乳腺机、C-Arm、齿科、工业检

测、新能源电池检测等领域，CT 探测器系螺旋 CT 系统的核心零部件），新型

探测器生产线的建设将进一步完善公司在高端、动态产品布局。另一方面，公司

将新建碘化铯晶体（CsI）、硫氧化钆陶瓷（GOS）和钨酸镉晶体（CWO）等闪

烁体材料生产线，未来产能将优先满足自身CT探测器和线阵探测器的生产需求，

余下部分可对外出售。 

2、项目建设内容及投资概算 

项目总投资额为 107,584.02 万元，拟使用募集资金金额为 98,886.00 万元，

募集资金主要用于新型探测器和闪烁体材料生产设备购置以及生产厂房装修。本

项目计划在浙江省海宁市和江苏省太仓市现有厂房内实施，具体资金运用情况见
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下表： 

单位：万元 

序号 类别 投资额 拟使用募集资金金额 

一 建设投资 103,830.30 98,886.00 

1 建筑工程费 2,788.00 2,788.00 

2 设备购置费     96,098.00      96,098.00  

3 预备费      4,944.30  - 

二 铺底流动资金      3,753.72  - 

合计 107,584.02 98,886.00 

3、项目可行性分析 

（1）符合国家产业政策要求，重点发展高端装备 

2011 年，国家科学技术部发布的《医疗器械科技产业“十二五”专项规划》

提出重点突破 X 射线平板探测器等核心部件，着力突破高端装备及核心部件国

产化的瓶颈问题，实现高端主流装备、核心部件及医用高值材料等产品的自主制

造。2015 年，国务院印发的《中国制造 2025》中明确指出到 2025 年，影像设备

等高性能诊疗设备 70%的核心基础零部件、关键基础材料实现自主保障。2016

年，国务院印发的《关于促进医药产业健康发展的指导意见》提出重点开发数字

化探测器、超导磁体、高热容量 X 射线管等关键部件。2017 年，国家科学技术

部发布的《“十三五”医疗器械科技创新专项规划》指出要重点突破动态平板探

测器等核心部件和关键技术，数字 X 射线机技术水平达到国际先进水平，有效

降低整机成本；积极发展探测器新型闪烁晶体制备技术。2021 年，国家工信部

等部门联合发布的《“十四五”医疗装备产业发展规划》中，将 CT/PET 用闪烁

体列为“攻关先进基础材料”，将医用 X 射线探测器模拟芯片列为“攻关核心

零器件”，将高分辨率 X 射线光子计数探测器、检测系统用光电倍增管列为“攻

关关键零部件”。同年，上海市经济和信息化委员会印发的《上海市高端装备产

业发展“十四五”规划》，将平板探测器被列为“高端医疗装备”之“诊断检验

装备”，要求“以拉长长板、打响品牌为重点，推动上海高端医疗装备向数字化、

智能化、自主化方向发展，全面增强产品美誉度、品牌认可度与行业影响力。”  

公司是国内数字化 X 线探测器行业龙头企业，推动国内探测器朝着动态化、

高速化、低剂量化、多功能化发展，既符合国家产业政策要求，也符合公司的使
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命和愿景。 

（2）旺盛的市场需求是项目成功实施的前提 

公司的主要产品为数字化 X 线探测器，产品按照应用领域的不同，可以分为

医疗与工业两大类。其中，医疗是当前数字化 X 线探测器最主要的应用领域。

2018 年，全球 X 线探测器市场规模约为 20 亿美元，预计 2024 年将增长到约 28

亿美元，复合年均增长率为 5.9%。从具体产品结构来看，全球 X 线探测器市场

规模增长主要由 CMOS、IGZO 和 CT 探测器带动。 

 

数据来源：Yole Développement  

从数量上来看，2018 年全球医用 X 线探测器（不含口内探测器）销量为 9.9

万台/套，工业 X 线探测器销量为 4.1 万台/套；预计 2024 年全球医用 X 线探测

器（不含口内探测器）需求量为 14.3 万台/套，工业 X 线探测器需求量为 6.4 万

台/套。 

综上所述，新型探测器市场需求旺盛，市场空间广阔，本次募投项目具备市

场可行性。 

（3）公司技术储备为项目运行提供必要的技术支持 

①CMOS 探测器 

不同于非晶硅、柔性和 IGZO，CMOS 传感器高度集成化，将光电二极管阵
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列、读出芯片等集成在一块单晶硅晶圆上。由于受到半导体产业晶圆大小的限制，

对于小尺寸 CMOS 探测器可直接将单片晶圆切割成 Die 使用，对于大尺寸 CMOS

探测器则需要使用多个 Die 拼接成大面阵。 

CMOS 探测器可广泛应用在高端 DR、高端乳腺机、C-Arm、齿科、工业检

测、新能源电池检测等领域。目前，公司已拥有适用高端乳腺机、齿科、中/小 C、

工业检测、新能源电池检测产品的 CMOS 芯片，图像性能与进口同类产品相当，

正在开发应用于高端 DR、大 C 的 CMOS 芯片。对于应用于齿科的非拼接 CMOS

探测器，公司已实现量产并销售；对于大面积拼接 CMOS 探测器，公司已掌握

CMOS 大面积拼接技术，完成高端乳腺探测器样机，拼接精度为 50μm，预计

2022 年正式对外销售。 

②CT 探测器 

CT 探测器主要由准直器（ASG）、闪烁体、光电二极管（PD）、电子电路

等四大核心部件构成。目前，公司对上述核心部件均进行了布局，并取得阶段性

成果。 

准直器（ASG）功能系阻挡入射的 X 线的散射光，从而提升影像清晰度。目

前，公司自研的准直器（ASG）使用“二维栅”结构，具备良好的防散射能力，

已完成客户送样测试工作，产品性能已能满足客户需求。 

CT 闪烁体是《“十四五”医疗装备产业发展规划》中要求重点攻关的先进

基础材料。行业内主流使用硫氧化钆陶瓷（GOS）作为 CT 闪烁体，硫氧化钆陶

瓷（GOS）目前被日本日立、东芝垄断，国产替代品极少。公司自研的硫氧化钆

陶瓷（GOS）已生产出样品，在线阵探测器领域已可投入使用，在 CT 探测器领

域已向部分客户送样，大部分性能指标已达到客户要求。目前，公司正在对硫氧

化钆陶瓷（GOS）进行持续优化。 

光电二极管（PD）功能系将闪烁体发出的可见光转换成电信号。PD 的性能

直接影响到 CT 整机系统性能，比如噪声、灵敏度、响应速率、均匀性、温漂、

时漂等。目前，公司设计了 CT 用高性能背入式 PD 并提供客户进行测试，在主

要技术指标上均已满足客户前期测试需求。 

CT 探测器电子电路具有高速、低噪声特点，公司具备超过 10 年的电子研发

经验，结合定制的 ASIC 芯片，目前已完成了 CT 探测器电路板的制作。 
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③闪烁体材料 

公司将新建碘化铯晶体（CsI）、硫氧化钆陶瓷（GOS）、钨酸镉晶体（CWO）

等闪烁体材料生产线。除 CT 探测器中已提及的硫氧化钆陶瓷（GOS）外，碘化

铯晶体（CsI）和钨酸镉晶体（CWO）目前已经小批量生产，公司部分线阵探测

器产品已开始使用自产闪烁体，同时公司还向部分客户提供样品进行测试。 

综上所述，公司本次募投项目建设新型探测器及闪烁体材料生产线具备技术

可行性。 

（4）优质的客户资源和丰富的销售经验是实现预期收益的重要保障 

经过多年的发展，公司已成为全球 X 线探测器市场主流供应商之一。凭借过

硬的产品质量、稳定性和快速响应的售后服务，公司逐渐获得国内外知名系统厂

商的认可和信任，并与之建立了长期稳定的合作关系。在医用领域，公司主要客

户包括柯尼卡、锐珂、富士、西门子、DRGEM、万东医疗、上海联影等；在齿

科领域，公司主要客户包括美亚光电、朗视、博恩登特、菲森、啄木鸟等；在工

业领域，公司主要客户包括正业科技、日联科技、卓茂科技、善思光电以及国内

主要新能源电池和电子检测设备供应商。 

公司优质的客户资源以及丰富的销售经验，为项目新增产能提供了充分的消

化空间，为项目预期收益的实现提供了重要保障。 

4、项目必要性分析 

（1）优化公司产品结构，提高高端、动态产品市场占有率的需要 

目前，数字化 X 线探测器行业主要包括非晶硅、柔性、IGZO 和 CMOS 四大

传感器技术，其中非晶硅、柔性和 IGZO 均源于 TFT 技术，CMOS 源于单晶硅

技术。CMOS 使用单晶硅晶圆作为衬底，在一块晶圆上集成光电二极管和读出电

路，由于单晶硅电子迁移率更高，具有明显优于非晶硅/柔性/IGZO 的高分辨率、

高采集速度、极低噪声、低迟滞，广泛应用在高端 DR、高端乳腺机、C-Arm、

齿科、工业检测、新能源电池检测等领域。 

项目 非晶硅 柔性 IGZO CMOS 

衬底 玻璃 聚亚酰胺 玻璃 单晶硅 

电子迁移率 一般 一般 高 更高 

电子噪声 一般 一般 低 更低 
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分辨率 一般 一般 高 更高 

低剂量 DQE 一般 一般 好 更好 

残影 一般 一般 好 更好 

主要应用场景 静态/动态 静态/动态 高速动态 
高端静态/ 

超高速动态 

生产厂家 多 少 少 更少 

当前，公司产品结构和产能以非晶硅、IGZO 为主，产品应用主要集中在静

态领域，在动态领域起步相比国外竞争对手较晚。近年来，公司在动态领域已取

得了不俗增长，但整体市场份额仍较小。通过本项目的实施，公司将重点建设

CMOS 探测器产品线，扩大 CMOS 探测器产能，优化产品结构；同时积极向产

业链上游拓展，通过供应链本土化、生产规模化等措施，有效降低产品成本；力

图在高端、动态领域实现弯道超车。 

（2）推动 CT 探测器国产化进程，实现普惠医疗的需要 

2010 年以前，全球数字化 X 线探测器技术和市场基本被国外探测器巨头垄

断，X 线探测器单价曾高达几十万元，受制于核心零部件较高的成本，X 线医学

影像设备市场销售价格非常昂贵。2011 年，公司成功研制出中国大陆第一款国

产非晶硅 TFT 传感器和基于该传感器的数字化 X 线探测器，打破了国外厂商的

技术垄断。此后，以公司为代表的国内厂家逐步实现数字化 X 线探测器的产业

化和进口替代，产品价格在全球范围内持续下降，进而带动下游 DR 等 X 线医

学影像设备市场价格下降，为国家建立多层次、覆盖城乡居民的医疗服务和医疗

保障体系做出了贡献。 

在 CT 系统领域，国内 CT 系统厂商由于缺乏上游核心技术链，CT 探测器和

整机成本始终处于较高水平，国内 CT 系统价格较为昂贵。2019 年，中国每百万

人 CT 保有量约为 18.2 台，仅为美国每百万人 CT 保有量的约三分之一。本项目

实施后，公司将推动 CT 探测器及其核心零部件国产化，进而推动国内 CT 系统

价格下降，提高国内 CT 设备普及率，以响应国家医疗普惠的趋势。 

（3）向上游闪烁体领域拓展，实现核心原料国产化和自主可控 

碘化铯晶体（CsI）、硫氧化钆陶瓷（GOS）和钨酸镉晶体（CWO）是线阵

探测器和 CT 探测器的核心原材料。闪烁体性能和制备工艺对光转化率、余晖、

空间分辨率等性能有着至关重要的影响，其生产工艺门槛较高，且量产良率控制
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难度较大。目前上述闪烁体材料核心技术和产能主要掌握在日本滨松、日本日立、

日本东芝、法国圣戈班等国外巨头手中，大部分探测器制造商通过外购方式获取

闪烁体，自建闪烁体生产线的厂家较少。 

公司目前自研的闪烁体材料已达到线阵探测器应用要求，通过新建闪烁体生

产线一方面可以实现探测器核心原料的国产化，打破国外巨头垄断，保证上游原

材料供应的自主可控，另一方面可以有效降低生产成本，提高公司产品的市场竞

争力。 

（4）满足日益增长的市场需求，巩固公司的市场地位的需要 

根据 Yole Développement 数据显示，2018 年全球 X 线探测器市场规模约为

20 亿美元，预计 2024 年将增长到 28 亿美元。从具体产品来看，全球 X 线探测

器市场规模增长主要由 CMOS、IGZO 和 CT 探测器带动。 

为了紧跟数字化 X 线探测器行业发展的步伐，巩固并提高市场占有率和市

场地位，公司必须尽快扩充新型探测器生产规模、提高生产效率、降低成本、保

障产品和服务质量，以维护公司在当前市场的竞争优势。 

5、项目涉及的报批事项情况 

截至本报告出具之日，本项目涉及的备案、环评程序正在办理过程中。 

（二）数字化 X 线探测器关键技术研发和综合创新基地建设项目 

1、项目概述 

本项目将新建总建筑面积约 7.7万平方米（其中地上面积约为5.6万平方米，

地下面积约为 2.1万平方米）的数字化X线探测器关键技术研发和综合创新基地。

项目实施地点为上海市浦东新区康桥镇，占地面积约为 28 亩。项目建成后，公

司在上海的研发办公及实验室面积合计将达到 2.3 万平方米，以满足公司日益增

长的研发和实验等需求。 

本项目实施后，主要研发方向包括 CMOS 探测器、CT 探测器、TDI 探测器、

SiPM 探测器、CZT 光子计数探测器相关技术以及探测器芯片等方面，将有效提

升公司研发能力，加速科技成果的转化，为公司成长为全球领先的探测器综合解

决方案供应商奠定坚实的基础。 
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2、项目建设内容及投资概算 

项目总投资额为 143,876.87 万元，拟使用募集资金金额为 44,615.00 万元，

募集资金主要用于研发办公/实验室的建设费用、研发设备购置费用以及探测器

芯片技术/产品的研发费用支出等，具体资金运用情况见下表： 

单位：万元 

序号 类别 投资额 拟使用募集资金金额 

一 土地购置费用 12,000.00 - 

二 建设投资 101,876.87 34,615.00 

1 建筑工程费用 57,351.04 14,490.00 

2 安装工程费用 17,248.00 5,152.00 

3 设备购置费用 14,973.00 14,973.00 

4 工程建设其他费用 6,882.12 - 

5 预备费 5,422.71 - 

三 研发费用 30,000.00 10,000.00 

合计 143,876.87 44,615.00 

项目实施后，将解决公司当前研发、实验室场地紧缺的问题，形成能满足公

司日益增长的实验、检测、新技术开发需求的研发中心和综合创新基地。 

3、项目可行性分析 

（1）公司强大的研发实力为本项目的实施提供技术保障 

技术创新是推动科技型企业持续发展的核心要素之一，公司历来重视技术积

累和持续创新。经过多年发展与积累，公司成为全球为数不多的、掌握全部主要

核心技术的数字化 X 线探测器生产商之一，包括传感器设计和制程技术、闪烁

材料及封装工艺技术、读出芯片及低噪声电子技术、X 光智能探测及获取技术及

探测器物理研究和图像算法技术。 

公司拥有全球顶级的传感器设计及工艺研发团队。公司掌握的光学传感器设

计及工艺研发，适应全球多家知名面板公司的工艺制程，并与多家面板公司开展

前沿技术研究。公司具有 TFT SENSOR 设计的完整体系，相比于目前业内大部

分厂商采购标准品 TFT SENSOR 的模式，具有更强的深度底层创新能力。在传

感器设计和制程技术方面，公司为全球少数几家同时掌握非晶硅、柔性、IGZO、

和 CMOS 四大传感器技术并具备量产能力的 X 线探测器公司之一。 
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截至 2021 年 6 月 30 日，公司累计取得各种知识产权超过 260 项，其中发明

专利近百项。同时，公司还承接了国家科技部重点研发计划项目等多项国家及地

区级研发项目，获得工信部“专精特新”小巨人、上海市科技进步一等奖、上海

市专利示范企业、上海市科技小巨人企业、上海市浦东新区科技进步一等奖等多

个奖项或荣誉。公司具备深厚的产品技术储备与研发实力，具有坚实的技术平台

优势和持续的研发投入，强大的研发实力将为本项目的顺利实施提供技术保障。 

（2）优秀的研发团队为本项目的实施提供人才保障 

公司作为行业内领先的数字化 X 线探测器生产商，始终将技术创新作为公

司发展的基石，而技术创新需要素质优秀、经验丰富的研发团队持续不断的投入。 

公司高度重视研发团队的建设，通过人才引进和内部培训，打造了一只专业

水平过硬、项目经验深厚的研发团队。截至 2021 年 6 月 30 日，公司拥有研发人

员 213 人，占公司员工总人数 33.60%，本科及以上学历人数占比超过 85%，其

中博士学历 17 人、硕士学历 77 人，硕士及以上学历人数占比超过 40%，研发团

队成员具有较好的学术背景和知识储备。与此同时，公司已培养并组建在供应链、

市场拓展、质量管理、人力资源管理、项目管理等领域具备较高专业素质及管理

经验的中层管理人员及人才梯队。 

综上，卓越的研发团队实力和优秀的管理人才队伍确保了公司技术领先、产

品过硬、市场信赖，共同打造公司项目顺利开展的坚实基础。具备专业知识和丰

富经验的研发团队将能够紧跟市场发展趋势，确保公司能够有持续且优质的研发

产出，为本次项目的顺利实施提供人才保障。 

4、项目必要性分析 

（1）项目的实施有利于公司进一步完善研发环境，提高研发效率 

随着现代科学技术的不断发展和工艺技术的不断优化，数字化 X 线探测器

在基于非晶硅探测器技术的基础上逐渐开发出 IGZO 探测器、CMOS 探测器等适

用于更多应用场景的数字化 X 线探测器。因此，公司需不断加大研发投入，紧

跟行业技术发展趋势，从而不断巩固市场地位，为公司在数字化 X 线探测器领

域的长期发展提供切实有效的保障。但随着公司经营规模的进一步发展和研发规
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模的逐步扩大，公司现有研发场地主要为租赁场地，且面积较小，已经不能满足

未来一系列研发活动的需要。 

通过本项目的实施，公司将新建研发和综合创新基地，购置先进研发设备，

建设先进的 X 线影像系统实验室，进一步改善研发环境。与此同时，公司将持

续招募优秀的研发人才，提升公司研发团队实力，为公司研发项目的顺利完成提

供持续动力。本项目建成后，研发中心作为公司研发、创新、实验的重要平台，

大幅提升公司研发能力，加快公司产品的研发速度，缩小公司产品与国外巨头之

间的差距。 

（2）项目的实施有利于公司巩固技术优势，丰富技术储备 

数字化 X 线探测器行业是医疗、机械、电子等多学科交叉的技术密集型行

业，先进的科学技术是行业内企业发展的重要基础。公司通过多年研发投入，在

静态平板探测器方面已经积累丰富的技术优势。但海外竞争对手不断通过横向并

购实现优势资源的整合，不断扩大其技术优势，并通过高性能产品占据着 X 线

探测器主要市场份额。在此背景下，公司只有加大对新型 X 线探测器产品的研

发，积极储备探测器先进技术，开发出顺应下游行业发展趋势、符合市场需求的

产品，才能在激烈的市场竞争中实现进一步发展。 

基于本项目，公司将对 CMOS 探测器、CT 探测器、TDI 探测器、SiPM 探

测器、CZT 光子计数探测器及探测器芯片进行深度研究、优化和开发。相较于

公司前代产品，各类新型探测器在读出噪声和抗干扰度方面拥有较大优化，成像

效果提升同样明显。在医疗领域，新型探测器主要体现高像素、低延时、低噪声

和低辐射剂量等特点，可在低剂量情况下同样能获得高质量图像，从而减少患者

和医生的辐射危害。在工业领域，新型探测器主要体现低噪声、高数据通量、多

能谱等特点，可以广泛应用于各种工业检测和安全检查场景。 

通过本项目的实施，公司不仅巩固在现有技术领域的优势，还将累积更多应

用于医疗、工业领域所需的 X 线探测器产品的研发经验，为未来生产出顺应市

场需求的产品储备研发经验和技术。 

5、项目涉及的报批事项情况 
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截至本报告出具之日，本项目涉及的备案、环评（如需）程序正在办理过程

中。 

四、本次募集资金对公司经营管理和财务状况的影响 

（一）本次发行可转换债券对公司经营管理的影响 

自创立以来，公司一直专注于数字化 X 线探测器领域前沿技术的创新与开

拓，经过十余年的发展，公司已同时掌握非晶硅、柔性、IGZO 和 CMOS 四大传

感器技术。本次募集资金投资项目围绕公司主营业务展开，在现有产品线的基础

上进行品类的扩充及性能的提升，同时加强对全产业链核心技术的研发投入力度，

推动国内数字化 X 线探测器朝着更灵敏、更低噪声、更高帧率的方向发展，并

实现核心零部件供应链国产化，符合国家相关产业政策及产业发展方向，具有较

好的发展前景和经济效益。本次发行有利于加快公司营收多元化，进一步提高公

司的盈利能力与规模效应，从而巩固公司的行业领先地位，保持并增强市场竞争

力，为公司的可持续发展奠定坚实的基础。 

（二）本次发行可转换债券对公司财务状况的影响 

本次募集资金到位后，公司的资产规模有所提高，资金实力得到提升，为公

司的后续发展提供有力保障。本次可转换公司债券转股前，公司使用募集资金的

财务成本较低，利息偿付风险较小。本次可转换公司债券的转股期开始后，若本

次发行的可转换公司债券大部分转换为公司股票，公司的净资产将有所增加，资

本结构将得到改善。 

五、结论 

综上所述，本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目围绕公

司主营业务展开，符合国家产业政策以及公司的战略发展规划方向，具有较好的

发展前景和经济效益。本次募集资金投资项目的实施，将进一步扩大公司业务规

模，增强公司竞争力，有利于公司可持续发展，符合全体股东与可转换债券投资

者的利益。因此，本次募集资金投资项目具备较强的可行性。 

 

上海奕瑞光电子科技股份有限公司董事会 

2022 年 1 月 13 日 


